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Бориды тугоплавких металлов широко 
используются в качестве функциональной фазы 
в составе проводящих и резистивных паст, из 
которых методом трафаретной печати 
изготавливаются толстопленочные 
нагреватели, резисторы и другие элементы.  
 В настоящем сообщении приведены 
результаты исследования некоторых свойств 
толстых плёнок, полученных на основе 
полимерной термостойкой матрицы и борида 
никеля в качестве проводящей фазы. 
Формование таких токопроводящих плёнок 
проводится при температуре 80-100 оС. 
Полученный композит имеет толщину 60-70 
мкм, что способствует миниатюризации 
электронных схем. В качестве полимерной 
матрицы был использован фторсодержащий 
ароматический полиамид – поли-1-
тетрафторэтокси-2,4-фениленизофталамид.    

Процесс получения плёнки состоит в 
предварительном механическом 
диспергировании порошка Ni3B в растворе 
полимера, формовании плёнки при 80 оС в 
течение 3 часов с последующей сушкой при 
100 оС до постоянной массы. Исследование 
поверхностного сопротивления показало, что 
проводимость верхнего слоя плёнки равна 
нулю. Поверхность плёнки со стороны 
подложки оказалась проводящей. 
Следовательно, в процессе формования плёнки 
происходит осаждение дисперсного 
наполнителя к подложке и формирование 
проводящего слоя. Поверхностное 
сопротивление этого слоя составляет 200 и 40 
Ом (смотри ВАХ на рис.) соответственно при 
концентрации наполнителя 40 и 80 мас. % по 
отношению к навеске полимера

.  
 

 
 
Рис. Топография поверхностей пленки верхней части (а) и со стороны подложки (b) и её ВАХ (с) 

 
 3D-изображения топографии поверхностей подтверждают факт осаждения борида никеля в 
процессе формования, что приводит к большей шероховатости поверхности пленки со стороны 
подложки (Ra = 3 nm (a) и 200 nm (b)).  


